
Wire Bonder

TPT社 卓上型ワイヤボンダ

高精度のボンディングと
優れた操作性で

研究開発に最適の1台

ウェッジ・ボール兼用

アルミ線ウェッジボンディングと金線ボールボンディングをツー
ルの交換で行うことができますので、試作開発に最適です。
また、リボンボンディングやバンプボンディングも対応しており、
オプションで銅線用ユニットもご用意しています。
対象機種：HB05 / HB10 / HB16

高精度のボンディング

Y/Z軸をモータ制御していますので、ループ形状を自在に設定できます。
リバースループや低ループボンディング、 1st/2ndの高さギャップが大きなワー
クなど従来のマニュアル機だと技術を必要とするボンディングも、ループプロ
ファイル機能をご使用いただければ、どなたでも簡単に同じループ形状で繰
返しボンディングできます。
対象機種：HB16

優れた操作性

インターフェースに6.5”タッチパネルを採用し、重要なパラメーターを1画面表示していま
すので、設定やパラメーターの変更がスムーズに行えます。
また、プロファイルをメモリーでき、USBメモリーにバックアップも保存できます。
対象機種：HB10 / HB16

ドイツTPT社は世界で初めて1台でウェッジボンディングとボールボンディングが可能なHBシリー
ズを開発しました。以来、ユーザーの視点に立ち、小型化また複雑化しているパッケージング技術
開発をサポートするために、多彩な機能と操作性に優れたワイヤボンダをご提供しております。

AL線 ウェッジ

Au線 ウェッジ・ボール

太線ボンディング

アルミ太線用の卓上機HB30を新たにリリースしました。パワーモジュールの
試作機としてφ100μ～500μに対応し、コンパクトで低価格、操作性に優
れた卓上型の太線用ワイヤボンダです。
対象機種：HB30

NEW



HB16は高精度のボンディングと操作性を追求した研究開発・少量生産
（リワーク）に最適なセミオートタイプのワイヤボンダです。
ループプロファイル機能により自在にループ形状をコントロールできますので、
低ループ・多層ループや狭ピッチボンディングなどマニュアル機では難しいアプリ
ケーションでお使いただけ、小型化また複雑化したパッケージングに対応でき
ます。また、操作面に優れています
ので、どなたでも操作でき、ループ形
状などオペレーターの技量に頼ること
なく一定且つ安定したボンディング
を実現します。
HB16はオプションでダイボンド機能も
追加できます。

セミオート HB16 

主な機能

ウェッジ・ボール兼用

自動高さ設定

ループプロファイル機能

ディープアクセス＆ロングリーチ

モーター送りスプールホルダー

ワイヤフィード機能

ボンドプロファイル100メモリー6.5インチTFTタッチパネル

※右側マニュピレーターもご選択いただけます。

スタッドバンプ

HB16/HB10操作パネル

Wire Bonder

HB10はHB16の優れた面を残しつつ価格面も考慮したマニュアルタイ
プのワイヤボンダです。
Z軸はモータ制御されていますので、ループ高さを一定にコントロールす
ることができます。タッチパネル式ですのでプロファイルの編集も簡単に行
え、ボンディングもマニピュレーターとボタン操作だけですので、熟練性も
必要なく、どなたでも簡単に作業できます。
テスト用の配線や少量のボンディングなど、簡易な用途にお勧めします。

マニュアル HB10

高精度ボンディングと操作性の追求

機能とコストのバランス

ビデオターゲット（オプション）

ダイボンドオプション

主な機能

ウェッジ・ボール兼用

垂直移動ボンドヘッド

ディープアクセス＆ロングリーチ

モーター送りスプールホルダー

ワイヤフィード機能

ボンドプロファイル100メモリー6.5インチTFTタッチパネル

スタッドバンプ

HB16/HB10

銅線ボンディングは
初期ボール成形時
にフォーミングガス等
をパージして、酸化を
防止する必要があり
ます。TPT社の銅線用ユニットはEFOのタイミ
ングにあわせて、ガスをパージしますので、ガス
の消費量をかなり抑えることができます。ガスの
パージは装置が自動で行いますので、特別な
操作は必要ありません。

銅線用ユニット

プルテストユニットはプルゲージ
をヘッドに取付けて、Z軸マニュ
アルレバーで操作する簡易タイ
プのプルテスターです。



60mmφヒーター 90mmφヒーター

ワークサイズに合ったヒーターステージをご選択いただけます。
また、ボンディング仕様や作業方法に合わせていろいろなオプションをご用意しております。

ワイヤボンダ オプション

100mm×150mm□ヒーター

フルマニュアル HB05

ウェッジ・ボール兼用（HB05）

ディープアクセス＆ロングリーチ ワイヤフィード機能

ボンドプロファイル20メモリー スタッドバンプ

HB05はとにかくコストを重視したフルマニュアルタイプの卓上型ワイヤボンダで、
簡単な配線作業に適しています。
ボンディングはマニュピレーター（X&Y軸）とZ軸用レバーを連動させて行いま
す。ループ形状はある程度慣れていただければ一定にボンディングできます。
液晶ディスプレーを採用し、ボンドプロファイルはデジタル表示され、プロファイル
も20プログラムまでメモリーできます。また、ワイヤフィード機能や可動式クラン
プによりワイヤ処理作業が簡単に行えます。
HB05はツール交換のみでウェッジ（リボン）とボール、バンプボンディングに対
応しており、1台で多用途にご使用いただけます。

Wire Bonder & Accessories

最低限の機能で価格重視

各種スプールホルダー プルテストユニットマニュアルZ軸レバー照準用レーザー

ステム用プレート

銅線用ユニット

100mm□ヒーター

太線用セミオート HB30

Φ100μ～500μに対応

自動高さ設定 ループプロファイル機能ディープアクセス＆ロングリーチ

ボンドプロファイル100メモリー 6.5インチTFTタッチパネル

HB30は太線専用機として新たにラインナップされた、コンパクト
かつ低価格で、操作性にも優れたパワーモジュール用の卓上
型試作機です。
高さの自動設定やループプロファイル機能、タッチパネル操作に
よるプロファイルの変更や保存と、卓上機ならではのフットワーク
の軽さが特徴です。
太線の試作開発、少量の生産に最適です。

ボンドヘッド

http://www.tpt.de/en/accessories/heater-stages/h29-90mm-oe/
http://www.tpt.de/en/accessories/heater-stages/h26-60mm-oe/
http://www.tpt.de/en/accessories/heater-stages/h22-100x150mm/
http://www.tpt.de/en/accessories/add-ons/h50-spotlight-target/
http://www.tpt.de/en/accessories/add-ons/h47-copper-ball-bonding-kit/
http://www.tpt.de/en/accessories/add-ons/h53-pull-tester/
http://www.tpt.de/en/accessories/wire-tools-utilities/wirespool-holder/
http://www.tpt.de/en/accessories/add-ons/h51-manual-z-controller/
http://www.tpt.de/en/accessories/heater-stages/h21-100x100mm/


ＨＢ16 ＨＢ10 ＨＢ5 HB30

標準仕様
ウェッジ&ボール ウェッジ&ボール ウェッジ&ボール 太線用ウェッジ

コントロールパネル 6.5"TFTタッチパネル 6.5"TFTタッチパネル LCDディスプレイ 6.5"TFTタッチパネル

ワイヤフィード角 90°深打ち 90°深打ち 深打ち 90°深打ち

ループ設定 ループプロファイル機能 ループ高さ制御 ━ ループプロファイル機能

ボンドエリア X-Yテーブル 10 x 10 mm 10×10mm 15×15mm 10 x 10 mm

ステッチボンド 可 可 可 可

ボンドアーム 165mm 165mm 165mm

保存容量 100プログラム 100プログラム 20プログラム 100プログラム

記録メディア USBメモリー USBメモリー ━ USBメモリー

照明機構 光ファイバー照明(2系統） 光ファイバー照明(2系統） 光ファイバー照明(2系統） 光ファイバー照明(2系統）

ヒートステージ ヒートステージ温度コントローラ ヒートステージ温度コントローラ ヒートステージ温度コントローラ

ワイヤスプール形式 モータ制御2inchワイヤスプール モータ制御2inchワイヤスプール 2inchワイヤスプール

モータ制御軸 Y&Z軸 Z軸 ━ Y&Z軸

ボールサイズ制御 デジタルボールサイズ制御 デジタルボールサイズ制御 デジタルボールサイズ制御

Alウェッジ ○ ○ ○ ○

Auウェッジ ○ ○ ○ ○

Auリボン ○ ○ ○ ○

Auボール ○ ○ ○

Auバンプ ○ ○ ○

技術仕様

超音波システム PLLコントロール62kHzトランスデューサ PLLコントロール62kHzトランスデューサ PLLコントロール62kHzトランスデューサ PLLコントロールトランスデューサ

超音波パワー 0～2000mW 0～2000mW 0～2000mW 0～20W

ボンドタイム 15～5000 msec 15～5000 msec 20～999 msec 15～5000 msec

荷重 150～1000mN 150～1000mN 15～130cN 15～1500cN

キャピラリ 径1.58mm X 長さ11 mm 径1.58mm X 長さ11 mm 径1.58mm X 長さ19 or 11 mm

ウェッジツール 径1.58mm X 長さ19mm 径1.58mm X 長さ19mm 径1.58mm X 長さ19mm

ボールボンド対応Au線径 Φ17～50µm Φ17～50µm Φ17～50µm

ウェッジボンド対応Au線径 17～75µm 17～50µm Φ17～50µm

ウェッジボンド対応Al線径 17～75µm 17～50µm Φ17～50µm Φ100～500µm

リボンボンド対応Au・Al線 最大 25 x 250µm 最大 25 x 250µm 最大 25 x 200µm

対応ワイヤスプール 2インチスプール 2インチスプール 2インチスプール

ワイヤ切断法 Table & Bond Head tear Bond Head tear Bond Head tear フロントカット

ワイヤフィードアングル 90° 90° 90°

Ｙ軸モータ制御動作範囲 7mm ━ ━ 15mm

Ｚ軸モータ制御動作範囲 15mm 15mm ━ 20mm

対応深打ち距離 12 mm 12 mm ━ ━

ワークテーブル移動範囲 10 x 10  mm 15 x 15  mm 15 x 15  mm 15 x 15  mm

マウスレシオ Ratio 6 : 1 Ratio 6 : 1 Ratio 6 : 1 Ratio 6 : 1

ヒートステージ 最大 250°C ±1°C 最大 250°C ±1°C 最大 250°C ±1°C 最大 250°C ±1°C

電源 100～240V±10% 50/60 Hz 最大5 A 100～240V±10% 50/60 Hz 最大5 A 100～240V±10% 50/60 Hz 最大5 A 100～240V±10% 50/60 Hz 最大10 A

装置寸法 W 680 x D 640 x H 490 mm W 640 x D 640 x H 490 mm W 550 x D 450 x H 250 mm W 680 x D 640 x H 490 mm 

装置重量 梱包時60 kg /装置単体45 kg 梱包時60 kg /装置単体45 kg 梱包時40kg /装置単体25 kg 梱包時95kg /装置単体50 kg 

規格 CE CE CE CE

装 置 仕 様

Spec Sheet


